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Abstract (en)
[origin: CA3128553A1] The present invention relates to a heat-sensitive recording material comprising or consisting of a) a carrier substrate
(preferably paper substrate) and b) a fusible layer disposed on one side of the carrier substrate or paper substrate, wherein the fusible layer
comprises or consists of i) an amide wax having a melting point in the range from 60 C to 180 C, ii) an inorganic pigment and iii) a polymeric binder.
The present invention additionally relates to a coating composition for producing a corresponding fusible layer, to a process for producing a heat-
sensitive recording material and to the use of a heat-sensitive recording material.

Abstract (de)
Die vorliegende Erfindung betrifft ein wärmeempfindliches Aufzeichnungsmaterial umfassend oder bestehend aus a) einem Trägersubstrat
(vorzugsweise Papiersubstrat) und b) einer auf einer Seite des Trägersubstrats bzw. Papiersubstrats angeordneten Schmelzschicht, wobei die
Schmelzschicht i) ein Amidwachs, welches einen Schmelzpunkt im Bereich von 60 °C bis 180 °C aufweisen, ii) ein anorganisches Pigment und
ii) ein polymeres Bindemittel umfasst oder daraus besteht. Die vorliegende Erfindung betrifft zudem eine Beschichtungszusammensetzung zur
Herstellung einer entsprechenden Schmelzschicht, ein Verfahren zur Herstellung eines wärmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterials und die
Verwendung eines wärmeempfindlichen Aufzeichnungsmaterials.
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